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[SC25 Overview]

개최
연혁

• SC 컨퍼런스 시리즈는 1988년부터 시작된 국제 고성능컴퓨팅(HPC), 네트워킹, 저장, 분석 분야의 연례 행사

• 2025년 행사인 SC25는 2025년 11월 16일(일)부터 11월 21일(금)까지 미국 미주리주 세인트루이스의 America’s 

Center에서 개최

• SC25는 약 16,500명 이상의 참석자 및 500개 이상의 전시업체로 대규모 산업·학계·정부 참여가 이루어졌음

주최자 • Association for Computing Machinery(ACM) 및 IEEE Computer Society가 공동으로 후원하는 국제학술·산업 행사

전시회
성격

• HPC, 네트워킹, 스토리지, 분석(analytics) 및 인공지능(AI) 워크로드를 중심으로 한 기술 전시 및 학술 프레임워크

• 기술·산업·학계 관계자들이 하드웨어, 소프트웨어, 시스템 통합, 워크플로우, 클라우드 및 분산 컴퓨팅 등에 대해 최신

동향을 공유하고, 실습·전시·비즈니스 매칭이 이루어지는 포럼

• 전시회 프로그램은 논문 발표, 튜토리얼, 워크숍, Students@SC, 산업 전시(Exhibits), 네트워킹 이벤트 등을 포함하며, 

기술 공유와 생태계 확장을 위한 장으로 기능

주요
전시품목

• HPC 시스템, AI 인프라, AI 가속기 네트워킹, 스토리지, 클라우드/HPC 소프트웨어, 데이터센터 인프라, 

전력·냉각·랙스케일 시스템, 워크플로우/소프트웨어 스택
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연사자

Thomas M. Koulopoulos

 • Founder & Chairman, Delphi Group

 • Founding Partner, Acrovantage Ventures

주요
내용

SC25 기조연설에서 Thomas M. Koulopoulos(Delphi Group Founder & Chairman)는 AI·HPC·양자컴퓨팅의 융합이

인류를 전례 없는 기술 전환기로 이끌고 있음을 강조함. 그는 AI를 단순한 자동화 도구가 아니라 인간의

창의성·판단·의사결정을 증폭하는 협력자(collaborator)로 규정하며, 향후 디지털 사회의 기반 인프라는

전력(power)·신뢰(trust)·가치 기반 설계(value-based design) 중심으로 재편되어야 함을 지적함. 특히 AI 확산으로 인해

데이터센터 전력 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, IEA·DOE 등 주요 기관이 제시한 분석과 동일한 흐름이 관찰되고

있음을 언급함. 

그는 기술 발전 속도가 이미 인간의 수용 한계를 초과하고 있으며, 앞으로 변화 속도는 더욱 가속될 것임을 분석함. 

또한 Digital Self, Agentic AI 등 인간–기계 공진화 모델이 등장하고 있으며, AI가 판단·계획·실행 기능을 담당하는

자율형 구조로 발전하고 있음을 설명함. Koulopoulos는 특히 향후 도래할 Recursive AI와 AGI를 중요한 전환점으로

규정하며, 향후 36~48개월이 AI 가치·윤리·가드레일을 설계할 결정적 시기임을 강조함. 지금 AI에 부여되는 가치체계가

미래 AGI의 행동 기준이 될 것이므로, 신뢰(trust)는 전력망·통신망과 동등한 수준의 핵심 사회 인프라로 관리되어야

함을 주장함. 

그는 HPC의 역할을 “복잡한 사회·산업 문제에 대한 반응 시간(response time)을 단축하는 기술”로 정의함. 

AI·빅데이터·양자컴퓨팅과 결합된 HPC는 기후 예측, 위기 대응, 금융 리스크 분석, 의료·과학 연구 등 다양한 분야에서

의사결정 속도와 정확도를 획기적으로 향상시키는 기반 기술로 자리매김하고 있음을 언급함. 연설 말미에서 그는 SC25 

참석자를 “미래의 건축가(architects of the future)”로 지칭하며, 기술의 목적은 단순한 성능 확장이 아니라 사회가 변화

속도를 감내할 수 있는 여유(margin)를 창출하는 것임을 강조함. 그는 AI가 인간성을 증폭하는 방향으로 설계되어야

하며, 기술 공동체가 이러한 전환기를 책임감 있게 관리해야 함을 당부함.

▸ Keynote Session

[SC25 Keynote Summary]
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• AMD는 GPU·CPU·FPGA·SmartNIC을 포괄하는 이종(heterogeneous) 컴퓨팅 스택을 기반으로, 초거대 AI 학습과 HPC 워크로드를
동시에 처리할 수 있는 대안적 AI 인프라 생태계를 구축하고 있음. MI300X–EPYC–Pensando로 이어지는 통합 아키텍처는 NVIDIA 
중심 시장에서 벤더 종속성(vendor lock-in)을 완화할 수 있는 주요 전략적 선택지로 부상함.

• Analysis

AMD는 SC25에서 Instinct MI300X GPU, 5세대 EPYC CPU, FPGA 기반 Alveo V80, Pensando SmartNIC으로 구성된 엔드투엔드

가속 포트폴리오를 통해 AI·HPC 워크플로우 전반을 아우르는 기술 전략을 제시함. 각 제품군은 학습·추론·전처리·네트워크 오프로드

등 워크로드별 특성을 분리하면서도 하나의 통합 생태계로서 기능하는 구조적 강점을 강조함. 

Instinct MI300X는 HBM3e 기반 고대역폭 메모리를 통해 초거대 모델 학습의 메모리 병목을 완화하는 데 중점을 두었으며, Alveo 

V80 FPGA는 초저지연 데이터 처리 및 네트워크 가속 기능을 통해 GPU 이전 단계의 효율을 강화함. 5세대 EPYC 프로세서는 전력

효율과 메모리 대역폭을 개선하여 GPU 노드와 결합 시 시스템 성능을 안정적으로 끌어올리는 기반 역할을 수행함. 

Pensando Pollara 400 AI SmartNIC은 패킷 처리 오프로드와 데이터 경로 최적화를 통해 AI·HPC 클러스터의 네트워크 병목을

완화하는 핵심 구성요소로 부상함. 종합적으로 AMD는 단일 가속기 경쟁을 넘어, 가속기–CPU–FPGA–SmartNIC으로 이어지는

계층적 통합 컴퓨팅 아키텍처를 제시함으로써 AI 인프라 선택지의 폭을 확장하는 역할을 강화함.

• Key Exhibits

   1. Instinct MI300X (OAM) 

      - HBM3e 기반 초대역폭 메모리 탑재

      - 초거대 AI 학습 최적화 GPU 

   2. Alveo V80 (FPGA) 

      - 초저지연 데이터 처리·네트워크 가속

   3. 5th Gen EPYC CPU 

      - AI·HPC·클라우드 대응 성능·효율 개선

   4. Pensando Pollara 400 AI SmartNIC 

      - AI 오프로드·패킷 가속을 통한 네트워크 병목 완화

[Compute & AI Acceleration]
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• AWS는 HPC와 AI/ML 워크로드를 단일 클라우드 환경에서 통합적으로 실행할 수 있는 클라우드 기반 고성능 컴퓨팅 플랫폼을
제시함. 특히 차세대 HPC 인스턴스(Hpc8a)와 도메인별 기술 지원 프로그램을 통해 과학·엔지니어링 워크로드의 클라우드 전환을
가속하는 Full-Stack Advanced Computing Ecosystem을 강조함.

• Analysis

AWS는 SC25에서 HPC·AI/ML 워크로드를 하나의 클라우드 플랫폼 내에서 연계 실행할 수 있는 구조적 장점을 중심으로 기술

전략을 소개함. 핵심 전시품인 Amazon EC2 Hpc8a 인스턴스는 2026년 출시 예정 모델로, 5세대 AMD EPYC 기반의 차세대 HPC 

인스턴스이며, CFD·수치기상예측·FEA·신약 개발 등 높은 계산 집약도를 요구하는 워크로드에 특화된 구성을 갖춤. 

AWS는 HPC 시뮬레이션과 AI/ML 파이프라인을 단일 클라우드 환경에서 연속적으로 수행할 수 있는 통합 워크플로우 데모를

제공함. 이 구조는 대규모 시뮬레이션(예: 항공 유동해석, 기상 모델링)과 머신러닝 기반 분석 작업을 별도의 인프라 전환 없이

연계하는 것을 목표로 하며, 과학 및 엔지니어링 분야의 복합 연산 워크로드에서 실질적 효율성을 보여주는 사례로 제시됨. 

또한 AWS는 기상 수치예측(NWP), 유전체 분석, 양자컴퓨팅(Amazon Braket), 학술·공공 연구 프로그램 등 도메인 특화 전문 인력이

제공하는 기술 지원 체계를 소개함. 이러한 서비스 구조는 장비 공급을 넘어 연구·산업계 전체 워크로드 운영을 지원하는 풀스택

생태계로서 AWS의 역할을 강화하는 방향으로 설명됨.

• Key Exhibits

   1. Amazon EC2 Hpc8a (Launch: 2026)

      - 5th Gen AMD EPYC 기반 차세대 HPC 인스턴스

      - CFD·기상예측·FEA·신약 개발 등 계산 집약적 HPC 워크로드 지원

   2. Integrated HPC + AI/ML Workflows

      - HPC 시뮬레이션과 AI/ML 파이프라인을 단일 클라우드 환경에서 통합 실행

      - 과학·엔지니어링 복합 워크로드 가속화 구조

   3. Domain Specialist Access & Research Ecosystem

      - 수치기상예측, 게놈 분석, 양자컴퓨팅(Amazon Braket) 등 전문가 지원

      - 학술·공공 연구 프로그램을 포함한 Full-Stack Computing Ecosystem
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• Dell은 AI 학습·추론·HPC 워크로드 전반을 지원하기 위해 서버–네트워크를 통합한 엔드투엔드 인프라 스택을 제시함. PowerEdge 
서버 제품군과 차세대 PowerSwitch 시리즈를 중심으로, 대규모 GPU 클러스터 및 엔터프라이즈 AI 배포를 단일 플랫폼에서 운영할
수 있는 통합 AI 인프라 전략을 강화함.

• Analysis

Dell은 SC25에서 AI·HPC 워크로드 최적화를 목표로 설계된 PowerEdge 서버 라인업을 중심으로 기술 전략을 소개함. PowerEdge 

XE9785 / XE9785L(AMD Instinct 기반), PowerEdge R770AP(Intel 기반)은 대규모 모델 학습, 추론, 고성능 연산을 지원하는 고집적

서버 구성으로 언급되었으며, GPU–CPU 조합 기반의 확장성과 워크로드별 최적화 기능을 강조함. 

네트워크 장비 영역에서는 PowerSwitch Z9964F-ON과 Z9964FL-ON을 핵심 전시 제품으로 소개함. 두 모델은 102.4 Tb/s 스위칭

용량을 갖춘 차세대 고대역폭 이더넷 스위치로, 초고밀도 GPU 클러스터가 요구하는 저지연·고확장성 네트워크 패브릭을 제공함. 

Dell은 이러한 스위치 제품군이 AI 팜(AI Factory)과 대규모 분산 학습 환경에서 데이터 흐름을 안정적으로 처리하는 기반이 됨을

강조함. 종합적으로 Dell은 서버와 네트워킹을 통합한 Unified AI Infrastructure Stack을 통해, AI 인프라 구축의 복잡성을 낮추고

GPU 클러스터 운영 효율을 높이는 전략을 제시함. 

• Key Exhibits

   1. PowerEdge AI-Optimized Servers

      - XE9785 / XE9785L (AMD Instinct 기반) / R770AP (Intel 기반) 

      - 대규모 AI 학습·추론·HPC 연산을 위한 고성능 서버 구성

   2. PowerSwitch Z9964F-ON / Z9964FL-ON

      - 102.4 Tb/s 차세대 스위칭 용량

      - 고대역폭·저지연·확장성 중심의 AI 패브릭 구성

   3. Unified Dell AI Infrastructure Stack

      - 서버 + 네트워킹 통합 플랫폼

      - 대규모 GPU 클러스터 및 엔터프라이즈 AI 워크로드 지원
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• Google Cloud는 TPU·GPU·HPC 소프트웨어 툴체인을 단일 클라우드 환경에서 제공하는 통합 AI/HPC 컴퓨팅 플랫폼을 제시함. 
7세대 Ironwood TPU와 Grace Blackwell 기반 A4/A4X Max VM을 중심으로, 대규모 과학·공학 워크로드를 지원하는 확장 가능한
고성능 클라우드 실행 환경을 강조함.

• Analysis

Google Cloud는 SC25에서 차세대 AI·HPC용 클라우드 인프라를 중심으로 자사의 통합 컴퓨팅 전략을 소개함. 전시된 7세대

Ironwood TPU는 대규모 과학·공학 워크로드의 학습 효율성과 모델 확장성을 강화하기 위해 설계된 최신 TPU 아키텍처로

언급되었으며, Google Cloud의 TPU 기반 대규모 모델 학습 환경의 확장 구조를 보여주는 핵심 요소로 설명됨. 또한 Google 

Cloud는 NVIDIA Grace Blackwell 기반 GB300 NVL72 아키텍처를 활용한 A4 및 A4X Max VM을 전시함. 해당 VM은 고대역폭

RDMA 네트워킹과 GPU 가속 기능을 제공하여, CFD(전산유체해석), CAE(전산공학), 화학 구조 계산, 기상·기후 모델링, 금융 리스크

분석 등 슈퍼컴퓨팅급 워크로드를 클라우드 환경에서 실행할 수 있도록 지원함. 

이와 함께 Google Cloud는 Dynamic Workload Scheduler, Cluster Toolkit, Managed Lustre 등 클라우드 네이티브 HPC 운영

도구를 소개함. 해당 도구들은 클러스터 자동 구축, 비용·성능 최적화 스케줄링, 고처리량 스토리지 구성 등 HPC 운영 자동화를

강화하는 요소로 설명됨. 종합적으로 Google Cloud는 TPU·GPU·HPC 소프트웨어 스택을 통합하여 과학 및 산업 전반의 복합

워크로드를 지원하는 엔드투엔드 클라우드 기반 HPC 플랫폼을 제시함.

• Key Exhibits

   1. 7th-Generation Ironwood TPU

      - 차세대 AI/HPC 학습용 TPU 아키텍처

      - 대규모 과학·엔지니어링 모델 처리 및 확장성 강화   

   2. A4 / A4X Max VMs (GB300 NVL72 기반)

      - NVIDIA Grace Blackwell 기반 VM 

      - RDMA 고대역폭 네트워크 지원

      - CFD, CAE, 화학, 기상, 금융 모델링 등 슈퍼컴퓨팅급 워크로드 지원

   3. Cloud-Native HPC Toolchains

      - 클러스터 자동 구축 및 비용·성능 최적화 / 대규모 AI/HPC 파이프라인 운영 지원
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• HPE는 차세대 엑사스케일·대규모 AI 시스템을 위한 인터커넥트, 냉각, 컴퓨트, 스토리지 전반의 통합 인프라 스택을 제시함. 
Slingshot 네트워크, 액체냉각형 Cray 시스템, 가속기 기반 컴퓨트 포트폴리오를 통해 초대규모 HPC·AI 인프라 요구에 대응하는
엔드투엔드 아키텍처 전략을 명확히 함.

• Analysis

HPE는 SC25에서 엑사스케일 및 대규모 AI·HPC 시스템 구현을 위한 핵심 인프라 구성요소를 중심으로 기술 전략을 소개함. 전시된

HPE Slingshot Interconnect 400(400 Gbps)는 초대규모 연산 환경에서 고성능 통신을 제공하는 HPC 패브릭으로 설명되었으며, 

Cray Coolant Distribution Unit(CDU) 및 EX4000 액체냉각 슈퍼컴퓨팅 캐비닛과 함께 차세대 엑사스케일 시스템의 기반 인프라

스택으로 제시됨. HPE는 해당 조합이 네트워크 성능·열 관리 효율을 동시에 강화하는 핵심 기술임을 강조함. 

스토리지 영역에서는 HPE Cray Supercomputing Storage System E2000이 소개됨. 해당 스토리지는 대규모 슈퍼컴퓨팅 클러스터의

모델링·시뮬레이션·AI·데이터 분석 워크로드를 처리하기 위한 고성능 스토리지 플랫폼으로 설명되었으며, 고대역폭·고처리량 기반의

차세대 HPC·AI 통합 스토리지 시스템으로 강조됨. 종합적으로 HPE는 네트워크–냉각–컴퓨트–스토리지 전 계층을 통합한

엑사스케일급 시스템 아키텍처를 제시함으로써 차세대 AI·HPC 구축 전략을 명확히 함.

• Key Exhibits

   1. Exascale Interconnect & Cooling Stack

      - HPE Slingshot Interconnect 400 (400 Gbps HPC fabric) 

      - Cray Coolant Distribution Unit / EX4000 liquid-cooled supercomputing cabinets

   2. AI/HPC Compute Portfolio

      - ProLiant DL384 Gen12

      - 지원 가속기: NVIDIA GH200, Blackwell / AMD MI300a, MI355X

   3. Next-Generation Storage

      - HPE Cray Supercomputing Storage System E2000

      - 모델링·시뮬레이션·AI·데이터 분석 워크로드 지원
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• IBM은 양자 컴퓨팅·HPC 스토리지·엔터프라이즈급 AI 컴퓨트 플랫폼을 중심으로 차세대 과학·산업 워크로드를 위한 통합형 고성능
컴퓨팅 아키텍처를 제시함. Quantum System Two, Storage Scale System 6000, Power E1180을 기반으로 AI·HPC·양자 융합 시대의
인프라 방향성을 명확히 제시함.

• Analysis

IBM은 SC25에서 양자–AI–HPC 융합을 대비한 미래형 고성능 컴퓨팅 인프라 로드맵을 중심으로 기술 전략을 소개함. 전시된 IBM 

Quantum System Two는 80% 스케일의 크라이오스탯과 모듈형 제어 전자 장비를 기반으로 한 확장형 양자 컴퓨팅 아키텍처로

설명되었으며, 향후 결함 내성(fault-tolerant) 양자 워크로드를 지원하기 위한 IBM의 차세대 설계 방향성을 보여주는 시스템으로

언급됨. 스토리지 부문에서는 IBM Storage Scale System 6000과 IBM Deep Archive가 차세대 HPC·AI 데이터 플랫폼으로 제시됨. 

Storage Scale System 6000은 대규모 모델링·시뮬레이션·AI 학습을 위해 설계된 고처리량 스토리지 구조로 설명되었으며, Deep 

Archive는 장기 보존 및 데이터 라이프사이클 관리 기능을 강화한 계층형 스토리지 아키텍처로 소개됨. 

또한 IBM Power E1180은 AI·HPC 통합형 컴퓨팅 플랫폼으로 전시되었으며, AI 기반 모델링, 고급 분석, 엔터프라이즈급 HPC 연산을

위한 고성능 시스템으로 설명됨. 더불어 IBM Cloud 및 양자 워크플로우와의 통합 가능성이 함께 강조되어, 하이브리드·멀티모달

계산 환경을 지원하는 차세대 컴퓨트 기반으로 제시됨. 종합적으로 IBM은 양자–스토리지–컴퓨트 전 계층에서 향후 HPC·AI 융합

시장을 위한 통합 아키텍처 전략을 분명히 제시함.

• Key Exhibits

   1. IBM Quantum System Two

      - 모듈형·스케일아웃 양자 컴퓨팅 아키텍처

      - 향후 결함 내성(fault-tolerant) 양자 워크로드 대비 설계   

   2. IBM Storage Scale System 6000 / IBM Deep Archive

      - 고처리량 HPC·AI 스토리지 플랫폼

      - 모델링·시뮬레이션·대규모 과학 워크로드 지원

   3. IBM Power E1180 (AI/HPC Compute Platform)

      - AI 모델링·고급 분석·엔터프라이즈 HPC 워크로드 기반

      - IBM Cloud 및 양자 워크플로우 통합 지원
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• Intel은 CPU 중심의 HPC 기반을 유지하면서도 GPU·DPU·AI 가속기를 결합한 이종 컴퓨팅 스택(heterogeneous compute stack) 을
제시함으로써 범용성·확장성을 갖춘 HPC–AI 통합 실행 환경을 강조함. Xeon 6와 oneAPI 생태계를 기반으로 CPU–GPU–DPU 간
균일한 소프트웨어 경험 제공을 핵심 전략으로 제시함.

• Analysis

Intel은 SC25에서 Intel Xeon 6 프로세서를 중심으로 한 HPC·AI 데모를 통해 CPU 아키텍처 고도화의 실제 효과를 강조함. 전시

데모는 고정밀 CFD, 기상·기후 모델링, 금융 리스크 분석 등 메모리 대역폭과 처리량에 의존하는 워크로드를 포함했으며, Xeon 6가

제공하는 높은 코어 밀도와 8800 MT/s MRDIMM 기반 메모리 대역폭이 성능 개선의 핵심 요소로 제시됨. Intel은 또한

CPU·GPU·DPU·전용 가속기를 결합한 heterogeneous agentic-AI compute stack을 소개하며, 향후 HPC–AI 실행 환경의 복합적

요구를 충족하기 위한 아키텍처 전략을 설명함. 특히 oneAPI와 SYCL 기반 개발 프레임워크는 다양한 컴퓨팅 아키텍처에 걸쳐

동일한 코드베이스를 활용할 수 있도록 하는 크로스-아키텍처 개발 경험을 제공하는 것으로 강조됨. 

워크스테이션·시뮬레이션 환경에서는 Intel Arc Pro B-Series GPU가 전시되었으며, 실시간 CAD 처리, 과학·엔지니어링 시각화, 

FluidX3D 기반 공기 흐름(airflow) 시뮬레이션 등 전문 작업을 가속하는 기능이 소개됨. 종합적으로 Intel은 CPU 중심의 강점을

유지하면서도, 이기종 가속기 생태계를 통합한 균일한 개발·실행 환경을 통해 HPC–AI 워크로드 전반에서의 확장성과 실용성을

강조함.

• Key Exhibits

   1. Intel Xeon 6 Processors

      - 고정밀 CFD, 기상·기후 모델링, 금융 리스크 분석 실시간 데모

      - 8800 MT/s MRDIMM 기반 고대역폭 메모리 지원

   2. Heterogeneous Agentic-AI Compute Stack

      - CPU·GPU·DPU·가속기 조합 워크플로우

      - oneAPI 및 SYCL 기반 크로스-아키텍처 개발 환경   

   3. Intel Arc Pro B-Series GPUs

      - 실시간 CAD 및 과학·공학 시뮬레이션 가속

      - FluidX3D 기반 airflow 시뮬레이션 지원
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• Microsoft는 자체 설계 칩과 파트너사의 GPU·CPU 기반 인프라를 결합한 통합형 클라우드 컴퓨팅 구조를 중심으로, AI·HPC 
워크로드를 단일 플랫폼에서 운영하는 Azure의 차세대 HPC·AI 아키텍처를 제시함.

• Analysis

Microsoft는 SC25에서 AI·HPC 워크로드를 위한 Azure 기반 통합 인프라를 중심으로 자사의 클라우드 아키텍처 전략을 소개함. 

전시 구성에는 AMD EPYC 기반 시스템, NVIDIA GB200 아키텍처 기반 차세대 GPU 노드, 그리고 Microsoft가 자체 설계한

Maia·Cobalt·Majorana 칩이 포함되었으며, 다양한 하드웨어 구성을 단일 Azure 플랫폼에서 운영할 수 있음을 강조함.

NVIDIA 가속 기반의 기상 모델링 데모 역시 제시되었으며, 이는 Azure 환경이 물리 시뮬레이션·기후 모델링 등 고정밀 HPC 

워크로드를 지원하는 구조임을 보여주는 사례로 소개됨. 또한 Microsoft는 Azure CycleCloud 8.8을 SC25 주요 전시 요소로 선보임. 

CycleCloud 8.8은 ARM64 기반 HPC 지원(GB200 VM 포함), 토폴로지 인지형 Slurm 스케줄링, NVIDIA MNNVL·IMEX 호환성, 그리고

이벤트 기반 클러스터 모니터링 도구인 HealthAgent 등이 포함된 버전으로 소개됨. 

• Key Exhibits

   1. Azure Next-Generation HPC/AI Systems

      - AMD EPYC, NVIDIA GB200 기반 시스템

      - Microsoft First-Party Silicon: Maia, Cobalt, Majorana

   2. Azure CycleCloud 8.8

      - ARM64 HPC 지원(GB200 VM 포함) 

      - Topology-aware Slurm scheduling

   3. Cloud-Native HPC Productivity Tools

      - Cluster Toolkit (초고속 HPC/Supercomputing 배포 자동화)

      - Enterprise 하이브리드 HPC 워크플로우 구성

      - Open OnDemand, ThinLinc, Grafana 기반 통합 UI/모니터링
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• NVIDIA는 GB300/GB200으로 구성된 Grace Blackwell 아키텍처를 중심으로, AI 학습·추론·시뮬레이션 전 분야를 단일 생태계에서
처리하는 엔드투엔드 가속 플랫폼을 제시함. GPU·DPU·네트워킹·AI-Physics 프레임워크까지 포함한 전체 스택을 통해 GPU 기반
고성능 컴퓨팅 인프라의 표준을 강화함.

• Analysis

NVIDIA는 SC25에서 차세대 AI 슈퍼컴퓨팅 아키텍처인 Grace Blackwell(GB300/GB200)을 핵심 전시 구성으로 제시함. GB300은

이미 양산 단계에 진입한 것으로 소개되었으며, 초거대 모델 학습을 위한 주요 연산 플랫폼으로 강조됨. Grace CPU와 Blackwell 

GPU, 고대역폭 HBM 메모리를 단일 구조로 통합한 아키텍처는 대규모 AI 모델 처리에서 요구되는 연산·메모리·통신 성능을 동시에

제공하는 통합형 설계로 설명됨.

DGX Spark는 “세계 최소형 AI 슈퍼컴퓨터”로 소개되었으며, 1 PFLOP(초당 10¹⁵ 부동소수점 연산)급 AI 성능, 128GB 통합 메모리, 

NVLink-C2C 기반의 고대역폭 연결(PCIe Gen5 대비 약 5배)을 시연함. 특히 200B-parameter(2,000억 파라미터) 규모 모델의 로컬

파인튜닝이 가능한 초고밀도 GPU 노드 구성을 데모하여 고성능 AI 학습·추론 환경에서의 활용 가능성을 제시함.

네트워크와 광학 기반 I/O 영역에서는 Quantum-X Photonics 플랫폼이 전시되었으며, co-packaged optics(CPO)를 기반으로 전력

효율 향상(약 3.5배)과 내결함성 개선(약 10배)을 목표로 설계된 구조를 강조함. 또한 Quantum-X800 InfiniBand는 800 Gb/s 

엔드투엔드 처리량, SHARPv4 인-네트워크 컴퓨팅, FP8 연산 가속 기능을 갖춘 차세대 AI 네트워크 패브릭으로 소개됨. AI-physics 

및 시뮬레이션 분야에서는 NVIDIA Apollo와 Warp가 전시됨. Apollo는 반도체·EDA·CFD 등 산업 물리 시뮬레이션을 위한 오픈 모델

패밀리로, Warp는 Python 기반의 GPU 시뮬레이션 프레임워크로 고속 물리 연산을 지원하는 기능을 시연함.

• Key Exhibits

   1. Grace Blackwell Architecture (GB300/GB200)

      - 차세대 AI 슈퍼컴퓨팅 플랫폼

   2. Quantum-X Photonics CPO Switches

      - 차세대 광결합 패브릭

   3. NVIDIA Apollo & Warp

      - Apollo: 산업 물리(물류/CFD/EDA/반도체)용 오픈 모델 패밀리

      - Warp: Python 기반 GPU 시뮬레이션 프레임워크

Field Report
: Insights from SC25

[Compute & AI Acceleration]
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• Supermicro는 GPU 서버 제품군부터 랙스케일 AI Factory 클러스터까지 확장되는 통합형 AI·HPC 인프라 포트폴리오를 기반으로, 
대규모 AI 학습·추론·HPC 환경을 위한 표준화된 시스템 공급 역량을 제시함. 특히 Blackwell 기반 랙스케일 구성과 NVLink 기반
GPU-간 고대역폭 통신을 중심으로 초대규모 AI 클러스터 구축에 필요한 엔드투엔드 아키텍처를 강조함.

• Analysis

Supermicro는 SC25에서 AI·HPC 워크로드 전반을 지원하기 위한 다양한 GPU 서버 라인업을 소개함. 전시된 ARS 시리즈, 

SuperBlade, SYS/AS 시리즈는 추론, 멀티모달 모델 학습, 엔터프라이즈 HPC, 렌더링 등 고성능 연산 요구에 대응하는 시스템으로

설명됨. 특히 일부 플랫폼은 8-GPU 노드를 지원하며, NVIDIA NVLink 기반 GPU-to-GPU 고대역폭 통신 구조를 통해 대규모 모델

학습에서 요구되는 연산 성능과 통신 일관성을 동시에 제공하는 것으로 소개됨. 

Supermicro는 또한 Blackwell 기반 GPU를 포함한 랙스케일 AI Factory 구조를 전시함. 이 시스템은 NVIDIA Spectrum-X 네트워킹과

통합된 구조로 설계되었으며, NVIDIA Enterprise Reference Architecture의 L12 검증을 통과한 형태의 “plug-and-play” 구성으로

제시됨. 해당 아키텍처는 기업·기관이 대규모 AI 클러스터를 신속하게 배치할 수 있도록 시스템 통합 부담을 줄이는 방향으로

설명됨.

• Key Exhibits

   1. GPU & HPC Server Platforms

      - 추론·멀티모달 학습·HPC·렌더링 워크로드 대응

      - NVIDIA NVLink 기반 GPU-to-GPU 고대역폭 통신 지원

   2. Turnkey AI Factory Clusters

      - Blackwell 기반 랙스케일 AI 시스템

      - NVIDIA Spectrum-X 네트워킹 기반 패브릭

      - 대규모 AI 클러스터 배치를 위한 표준화된 랙스케일 솔루션

Field Report
: Insights from SC25

[Compute & AI Acceleration]
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• Broadcom은 AI·HPC 대규모 클러스터를 위한 고대역폭 이더넷 스위칭, 대형 버퍼 기반 패브릭, 그리고 스케일업·스케일아웃형
아키텍처를 중심으로 차세대 AI 네트워크 인프라 전략을 제시함. Tomahawk·Jericho·Thor 제품군을 통해 AI 패브릭 전환기에
요구되는 네트워크 성능·확장성·안정성을 구체적으로 제시함.

• Analysis

Broadcom은 AI·HPC 대규모 클러스터를 위한 고대역폭 이더넷 스위칭, 대형 버퍼 기반 Broadcom은 SC25에서 차세대 데이터센터

패브릭을 구성하는 핵심 기술로 Tomahawk Ultra, Tomahawk 6(TH6), TH6-Davisson CPO를 전시함. 해당 제품군은 고대역폭 이더넷

스위칭과 Co-Packaged Optics(CPO) 기반 광결합 구조를 특징으로 하며, GPU 밀집형 AI 클러스터에서 요구되는 포트 집적도, 

처리량, 전력 효율을 강화하는 요소로 소개됨. 

Jericho4는 대규모 스케일아웃(Scale-Out) 환경을 위한 이더넷 스위치로 전시되었음. 수천 개의 GPU 노드가 연결되는 대형 AI/HPC 

패브릭에서 필요한 deep buffer·deterministic performance 제공이 강조되었으며, AI 트래픽 특성(버스트성, 대규모 집단 통신)에

대응하는 안정적 패킷 처리 능력을 특징으로 제시함. Thor Ultra와 ESUN(Ethernet for Scale-Up Networking) 아키텍처는 GPU 간

긴밀한 상호 연결을 지원하는 스케일업(Scale-Up) 설계 방향으로 소개됨.브릭, 그리고 스케일업·스케일아웃형 아키텍처를 중심으로

차세대 AI 네트워크 인프라 전략을 제시함. 

• Key Exhibits

   1. Tomahawk Ultra / Tomahawk 6 (TH6) / TH6-Davisson CPO

      - Co-Packaged Optics(CPO) 기반 차세대 광결합 기술

      - 대규모 AI/HPC 패브릭 구성 지원

   2. Jericho4 Ethernet Switches

      - 수천 개 GPU 노드를 위한 스케일아웃 패브릭

      - Deep buffer 및 deterministic performance 제공   

   3. Thor Ultra & ESUN Architecture

      - 차세대 AI 스케일업 네트워크 아키텍처

      - GPU 간 tightly coupled 통신 구조 제공

Field Report
: Insights from SC25
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• Cisco는 AI·HPC 클러스터 확대에 대응하기 위해 고성능 라우터, 스마트 스위치, 초고대역폭 광모듈을 중심으로 데이터센터 네트워크
전반의 확장성과 안정성을 강화하는 기술 포트폴리오를 제시함. 최신 세대 실리콘 기반 스위칭 아키텍처를 통해 GPU·AI 가속기
기반의 고밀도 패브릭 구성을 지원하는 차세대 데이터센터 네트워크 전략을 명확히 함.

• Analysis

Cisco는 SC25에서 대규모 AI·HPC 패브릭 백본을 위한 핵심 네트워크 장비 구성 요소를 소개함. 8223-64E-M Deep Buffer Router는

51.2 Tbps 처리량을 제공하는 고성능 라우터로 전시되었으며, deep buffer 설계를 통해 GPU 노드 간 불규칙적인 AI 트래픽을

안정적으로 처리하는 기능이 강조됨. 해당 장비는 초대규모 패브릭에서 발생하는 급격한 버스트 트래픽을 완충하며 패킷 손실을

최소화하는 구조로 설명됨. 

Cisco는 또한 N9300 Smart Switches와 Nexus 시리즈(N9364E-SG2-O, 9364D-GX2A, N9100 Spectrum-4 실리콘 기반)를 전시함. 

이들 스위치는 고대역폭·저지연 특성을 기반으로 GPU·AI 가속기 간 고밀도 연결을 구성하는 데 필요한 스위칭 패브릭을 제공하는

제품군으로 소개됨. 또한 Cisco의 광모듈 포트폴리오(QSFP-DD 2×400G FR4, OSFP 800G VR8, QSFP-DD-400G High-TX Power)는

초고대역폭 AI 패브릭 구축을 위한 핵심 인터커넥트 옵션으로 강조됨. 장거리 전송, 고신뢰성, 고출력 전송 등 다양한 데이터센터

요구를 충족하는 구성을 제공하며, AI·HPC 환경에서 요구되는 저지연·고처리량 네트워크 구축을 위한 필수 요소로 제시됨.

• Key Exhibits

   1. Cisco 8223-64E-M Deep Buffer Router

      - 51.2 Tbps 처리량

      - 대규모 AI/HPC 백본용 deep buffer 라우팅 플랫폼

   2. Cisco N9300 Smart Switches & Nexus Series

      - N9364E-SG2-O, 9364D-GX2A, N9100 (Spectrum-4 실리콘 기반)

      - GPU·AI 가속기 간 고밀도 연결을 위한 차세대 스위칭 패브릭

   3. Cisco Optics Portfolio

      - QSFP-DD 2×400G FR4 / OSFP 800G VR8 / QSFP-DD-400G High-TX Power

      - 초고대역폭·저지연 AI/HPC 인터커넥트 구성 지원

Field Report
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• Micron은 차세대 AI·HPC 워크로드에서 요구되는 초고속 스토리지 패브릭을 구현하기 위해 PCIe Gen6 SSD, GPU-initiated I/O 구조, 
그리고 파트너사와의 공동 엔지니어링을 중심으로 AI 스토리지 아키텍처의 진화를 제시함. 특히 GPU가 직접 NVMe 트랜잭션을
제어하는 구조를 통해 대규모 AI·그래프 워크로드의 병목을 해소하는 전략을 강조함.

• Analysis

Micron은 SC25에서 PCIe Gen6 기반 SSD와 GPU-initiated 스토리지 아키텍처를 중심으로 차세대 AI·HPC 환경을 위한 기술

로드맵을 소개함. 전시된 Micron 9650 PCIe Gen6 SSD는 세계 최초의 Gen6 SSD로 언급되었으며, small-block 및 high-IOPS 중심의

AI·HPC 워크로드에 최적화된 구조로 설명됨. 해당 제품은 NVIDIA SCADA 모델 기반의 GPU 주도형 I/O 흐름과의 호환성을

중심으로 소개되었으며, GPU-centric 데이터 경로 구축에 적합한 장치로 포지셔닝됨. 

Micron은 Broadcom PCIe Gen6 스위치(PEX90000)와 H3 Platform Falcon 6048 서버와 함께 구성된 데모를 통해 GPU-initiated I/O 

기반 230M IOPS 처리량을 시연함. PCIe Gen6 기반 AI 스토리지 스택이 NVIDIA·Broadcom·H3 Platform과의 공동 엔지니어링(co-

engineered architecture)으로 개발되었음을 강조함. 해당 스택은 GPU-driven NVMe I/O, 초저지연 Gen6 스위칭, PCIe fabric 기반

서버 아키텍처가 통합된 구조로 설명되었으며, AI 모델 학습, 벡터·그래프 워크로드, 데이터 집약형 HPC 연산 등 고처리량 환경을

위한 신세대 스토리지 패브릭 방향성을 제시함.

• Key Exhibits

   1. Micron 9650 PCIe Gen6 SSD

      - 세계 최초 PCIe Gen6 SSD로 소개

      - Small-block / high-IOPS AI·HPC 워크로드 최적화

   2. GPU-Initiated Storage Architecture (SCADA 기반 데모)

      - 총 44개 SSD 구성

      - 230M IOPS 처리 및 선형적 확장(linear scaling) 확인

   3. PCIe Gen6 AI Storage Stack (Co-Engineered Architecture)

      - NVIDIA, Broadcom, H3 Platform과 공동 설계(co-engineered)

      - PCIe-fabric 기반 AI·그래프·데이터 집약형 워크로드용 아키텍처

Field Report
: Insights from SC25
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• SK hynix는 차세대 AI·HPC 시스템을 위해 고대역폭 메모리(HBM), 차세대 엔터프라이즈 SSD, 그리고 CSD 기반 데이터 오프로드
기술을 중심으로 메모리–스토리지 통합 생태계 전략을 제시함. 특히 HBM3E·HBM4 및 OASIS 기반 CSD 기술을 통해 대규모 AI 
데이터 파이프라인의 병목을 완화하는 아키텍처 방향성을 강조함.

• Analysis

SK hynix는 SC25에서 AI·HPC 워크로드 전반의 데이터 흐름을 가속하기 위한 메모리·스토리지 제품군을 소개함. 엔터프라이즈 SSD 

라인업으로 PS1010(E3.S) 및 PE9010(M.2) 모델을 공개했으며, 두 제품은 고처리량·저지연에 최적화된 차세대 SSD로 설명됨. AI·HPC 

환경에서 요구되는 높은 I/O 성능과 다양한 폼팩터 지원을 기반으로 차세대 데이터센터 스토리지 구성을 위한 옵션으로 제시됨. 

고대역폭 메모리(HBM) 제품군에서는 HBM3E 36GB 12-Hi 및 HBM4 36GB 12-Hi가 핵심 전시 제품으로 언급됨. HBM3E는 이미

주요 AI 가속기에서 채택 중이며, HBM4는 차세대 GPU·NPU 아키텍처에서 요구되는 초고대역폭 메모리 솔루션으로 소개됨. 또한

DDR 기반 서버 메모리 포트폴리오도 함께 전시되어 서버 메모리 계층 전반을 아우르는 구성을 보여줌. OASIS 기반

CSD(Computational Storage Drive) 기술을 통해 스토리지 측에서 데이터 전·후처리 부담을 분산하는 전략을 제시함. CSD는 최적화

프로세스를 SSD 장치 내부에서 수행하는 optimizer offload pipeline을 제공하며, 이를 통해 대규모 AI 데이터셋 처리 과정에서 서버

CPU의 연산 부하를 감소시키는 구조로 소개됨. 

• Key Exhibits

   1. Enterprise SSD Portfolio

      - PS1010 (E3.S) / PE9010 (M.2)

- AI·HPC 데이터 파이프라인용 고처리량·저지연 설계

   2. Advanced AI Memory Portfolio

      - HBM3E 36GB 12-Hi / HBM4 36GB 12-Hi

      - DDR Server Memory

   3. CSD (Computational Storage Drive) with OASIS

      - Optimizer offload pipeline 제공

      - AI·HPC 데이터 흐름에서 CPU-side 연산 부담 감소

Field Report
: Insights from SC25
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• Vertiv은 초고집적 AI 데이터센터가 요구하는 전력·냉각·모듈형 구축 전략을 중심으로 엔드투엔드 인프라 스택을 제시함. 70 kW~600 
kW+ 랙 전력 확장성, 800 VDC 고전압 전력 구조, 프리패브 기반의 신속 구축 모델을 통해 차세대 AI 데이터센터의 표준 아키텍처
방향을 강조함.

• Analysis

Vertiv은 SC25에서 초고집적 AI 클러스터가 직면한 전력 밀도·냉각 효율·구축 리드타임 문제를 해결하기 위한 고밀도 데이터센터

아키텍처를 중심으로 자사 전략을 소개함. 전시된 CoreWeave 기반 GB300 NVL72 랙 아키텍처(약 142 kW급)는 AI/HPC 환경을

위한 고전력 랙 구성의 대표 사례로 언급되었으며, CoolLoop Trim Cooler 적용 시 최대 70% 수준의 냉각 효율 개선이 가능하다는

점이 함께 설명됨. 또한 Vertiv의 800 VDC 고전압 전력 인프라는 랙 단위 전력을 600 kW 이상으로 확장할 수 있는 구조로 소개되어, 

Blackwell·Grace Hopper 기반 초고전력 GPU 시스템을 고려한 차세대 전력 설계 방향성을 강조함. 

Vertiv은 또한 데이터센터 구축 속도를 극적으로 단축하기 위한 모듈형(prefabricated) AI 인프라를 주요 기술 축으로 제시함. 

SmartRun 및 오버헤드 프리패브 시스템은 사전 엔지니어링(pre-engineered) 설계를 기반으로 최대 85%의 구축 시간 단축을

목표로 하는 구성으로 소개되었으며, 전력 트레인(Trinergy, Liebert APM2, Li-ion UPS, Powerbar iMPB)과 열관리 체인(CoolChip 

CDU, CoolPhase Flex, CoolLoop)을 통합한 일체형 인프라 구조로 설명됨. 이러한 접근은 고성능 AI 팜(AI factory) 배치 과정에서

전력·열관리·배포 속도를 동시에 해결하기 위한 전략으로 제시됨. AI 전용 랙 솔루션인 Vertiv 360AI Cabinet은 70 kW~600 kW+ 

전력 범위를 지원하는 고밀도 랙 아키텍처로 소개되었으며, SimReady 및 NVIDIA Omniverse 기반 디지털 트윈 워크플로우와의

결합을 통해 설계·배포·운영 단계의 실시간 검증 기능을 제공하는 것으로 설명됨. 

• Key Exhibits

   1. High-Density AI Power & Cooling Architecture

      - CoolLoop Trim Cooler 기반 냉각 효율 향상(최대 70% 언급)

   2. Modular / Prefabricated AI Infrastructure

      - 최대 85% 구축 시간 단축을 목표로 하는 사전 엔지니어링 기반(prefab) AI 솔루션

   3. Vertiv 360AI Cabinet & Digital-Twin Workflow

      - 70 kW ~ 600 kW+ 전력 랙 솔루션

      - 랙스케일 AI 데이터센터 엔드투엔드 설계·운영 최적화
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Quantum 
Computing 

(양자 컴퓨팅)

SC25에서는 양자 컴퓨팅 기술이 기존의 연구·프로토타입 중심 단계를 넘어, 초기 실용화와 응용 중심의

전환점에 도달하고 있음을 확인할 수 있었음. 전시된 시스템은 64큐빗급 초전도 프로세서부터 수백 큐빗

규모의 차세대 시스템까지 포괄하였으며, 이를 활용한 양자–고전(Quantum–Classical) 통합 워크플로우가

주요 기술 방향으로 제시됨. 

전시 기업들은 공통적으로 하이브리드 양자–고전 컴퓨팅을 단기 실용화 전략으로 강조함. 이는 양자 장비

단독으로는 아직 제한적인 연산 품질을 보완하기 위해, 기존 HPC·AI 시스템과 결합하여 최적화, 재료

시뮬레이션, 화학 계산 등 특정 도메인에서 실질적인 성능 향상을 달성하는 접근임. 

아키텍처 측면에서는 초전도·이온트랩·광자 기반 상호연결 등 다양한 양자 컴퓨팅 로드맵이 제시됨. 

초전도 방식은 빠른 게이트 속도와 칩 스케일 확장성을 바탕으로 고집적 시스템에 초점이 맞춰졌으며, 

이온트랩 방식은 낮은 오류율과 정밀 제어 안정성을 강점으로 제시됨. 또한 광자 기반 인터커넥트 기술은

양자 프로세서와 기존 GPU/HPC 시스템 간의 데이터 이동 지연을 줄이기 위한 핵심 기술로 부각되었음.

• Key Exhibits

   IBM — Quantum System Two 

   - 모듈형·스케일아웃 중심의 차세대 양자 아키텍처 전시.

   - 향후 수백~수천 큐비트급 시스템을 위한 구성 요소 및 냉각·제어 구조를 제시.

   Fujitsu — 64-qubit Superconducting Quantum Computer 

   - 초전도 기반 64큐빗 양자 프로세서 공개.   

   - 양자–고전 클러스터 통합을 통한 하이브리드 알고리즘 실행 구조 강조.

   Quantinuum — Helios (Ion-trap system) 

   - Ion-trap 기반 Helios 플랫폼 전시.   

   - 낮은 오류율·높은 품질 등 정확성 중심의 아키텍처 강점 부각.

   IONQ — Trapped-Ion Quantum Systems

   - 확장성과 안정성을 갖춘 이온트랩 기반 양자 시스템 소개.

   - 최적화·신약 개발·재료 과학 등 초기 산업 응용 사례 시연.

   NVIDIA — Quantum–Classical Interconnect (Quantum-X Photonics / NV-Optics)

   - 양자 처리 장치와 GPU/HPC 시스템을 연결하는 광자 기반 인터커넥트 소개.

   - 향후 하이브리드 양자–고전 환경 구축을 위한 통신·네트워크 패브릭 전략 제시.
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Cooling & 
Power Solutions 

(냉각 기술
& 전력 인프라)

SC25에서는 초고밀도 AI·HPC 시스템 확산에 따라 데이터센터의 냉각과 전력 인프라가 핵심 기술 의제로

부상했음. 기존 공랭식 기반 아키텍처만으로는 랙당 수십~수백 kW 범위의 AI 워크로드를 안정적으로

처리하기 어렵기 때문에, 주요 글로벌 기업들은 액체 냉각, 고전압 전력 시스템, 열관리 구성요소 등

실질적 인프라 혁신 기술을 대거 전시함. 

특히 AI 학습·추론 서버의 전력 소모가 빠르게 증가함에 따라, 냉각·전력 인프라는 단순한 보조 설비가

아니라 성능·효율·가용성·운영 연속성을 좌우하는 핵심 기술층으로 인식되고 있음. 전시 기업들은 고용량

CDU(Cooling Distribution Unit), Direct-to-Chip 냉각, 800 VDC 기반 고전압 전력 아키텍처, 고성능

HVAC 컴포넌트 등을 활용해 데이터센터의 열·전력 병목을 해소하는 방향성을 제시함.

• Key Exhibits

   Vertiv — 800 VDC Architecture & Liquid Cooling Stack

   - AI 전용 고밀도 랙을 위한 800 V 직류(DC) 기반 전력 아키텍처 전시.

   - CoolLoop Trim Cooler, CoolPhase Flex, CDU 등 액체 냉각 중심의 고효율 열관리 구성요소 소개. 

- 초고전력 GPU 클러스터 확장에 적합한 엔드투엔드 전력·냉각 아키텍처를 강조.

   Nidec — High-Capacity Cooling Distribution Units (CDU)

   - 고밀도 AI 클러스터를 위한 대용량 CDU 전시.

   - 일부 제품은 최대 수 MW 규모의 쿨링 기능을 제공하여 수랭식 랙·In-Row 냉각 환경에 최적화.

   - AI 데이터센터용 수랭 기반 열관리 인프라의 필수 구성요소로 강조됨.

   Mitsubishi Heavy Industries — Turbine-Based Power Modules

   - 대규모 데이터센터 전력 공급을 위한 터빈 기반 발전 모듈 소개.

   - 고효율·안정적 전력 생산 구조를 기반으로 대형 HPC·AI 클러스터의 전력 수요 대응 전략을 제시.

   Danfoss — Cooling & HVAC Components for AI Data Centers

   - Direct-to-Chip 및 랙 수랭 솔루션에 활용되는 고성능 유체 전달(Fluid Conveyance) 제품군 전시.

   - 정밀 온·습도 제어를 위한 고급 HVAC 컴포넌트 소개.

   - 에너지 효율 개선을 위한 Variable Frequency Drives(VFD) 소개.
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HPC–AI 
Applications 

(HPC-AI의 통합
애플리케이션)

SC25에서는 글로벌 기업들이 AI 가속기, 차세대 HPC 시스템, 그리고 도메인 특화 소프트웨어 스택을

결합한 통합 계산 워크플로우를 대거 소개함. 전시 내용은 단순한 벤치마크를 넘어, 항공기 유동

해석(CFD), 기후·기상 모델링, 유전체 분석, 전자설계자동화(EDA), 신소재 탐색 등 기존 HPC 기반의

복잡한 과학·공학 시뮬레이션을 AI-HPC 하이브리드 방식으로 가속하는 방향성을 명확히 보여줌.

기업들은 AI가 모델 탐색·추정·보조 계산을 수행하고, HPC가 대규모 수치 계산·시뮬레이션을 담당하는

분업적 구조를 중심으로 워크플로우를 제시함. 이 접근은 연구·엔지니어링·제조·헬스케어·에너지 등

다양한 분야에서 계산 효율과 시간 절감 효과를 구현하며, AI와 HPC가 단일 계산 기반(Computational 

Substrate)으로 통합되는 흐름이 빠르게 강화되고 있음을 보여줌.

• Key Exhibits

   NVIDIA — Physics·Materials·Imaging Acceleration

   - Apollo: 반도체 공정·EDA·물리 시뮬레이션에서 AI 추론을 결합하는 산업용 물리 모델링 프레임워크.   

   - Holoscan: 실시간 의료 영상·나노 이미징 분석을 위한 GPU 기반 스트리밍·시각화 플랫폼.

   - ALCHEMI: 신소재 탐색, 냉각 소재 혁신 등 과학 연구용 AI 기반 시뮬레이션 워크플로우.

   AWS — AI-Enhanced HPC Simulations

   - CFD, 기상 시뮬레이션, FEA, 신약 개발 등 고계산 워크로드 데모 시연.

   - 전통적 HPC 코드와 AI/ML 모델을 단일 파이프라인에서 실행하는 HPC+AI 통합 워크플로우 강조.

   Intel — Heterogeneous HPC-AI Workflows

   - Intel Xeon 6 기반으로 유동 해석, 기후·기상 모델링, 금융 리스크 분석 등 HPC 데모 전시.

   - CPU·GPU·DPU·가속기를 결합한 이기종(Heterogeneous) 계산 스택을 활용한 HPC–AI 혼합 환경 제시.

   Google Cloud — Cloud-Native HPC+AI Platform

   - 제조, 기상 예측, EDA, 헬스케어, 생명과학 등 다양한 HPC 워크로드의 클라우드 가속 사례 소개.

   - 자동 클러스터 구성·스케줄링·스토리지 최적화를 포함한 클라우드 네이티브 HPC 운영 도구 전시.
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K-ASIC (Korea AI & System IC Innovation Center) 

www.kasicusa.com 
info@kasicusa.com 

linkedin.com/company/kasicusa
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